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) Verfahren zur Herstellung einer Verbundanordnung 

) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer 
Verbundanordnung aus einer mittels eines Klebers auf einer 
Grundpiatte angeordneten Schaltungsanordnung, insbeson- 
dere einer Leiterplatte. 

Es soil innerhalb kurzester Zeit eine Fixierung der Leiterplatte 
auf der Grundpiatte erreicht warden, bevor der Kleber 
aushSrtet. 

Dazu ist vorgesehen, daB vor dem Aufsetzen der Leiterplatte 
(18) auf die Kleberschicht (14; 24) Inseln (31) aus Schmelz- 
kleber (33) in der Kleberschicht (14; 24) vorgesehen werden. 
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Besehreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
einer Verbundanordnung nach dem Oberbegriff des 
Anspruches 1. 

Es ist bekannt, mit elektronischen Bauelementen be- 
stQckte Schaltungsanordnungen, beispielsweise Leiter- 
platten oder Hybridelemente, mittels eines geeigneten 
Klebers auf einen Ktihlkdrper flSchig aufzukleben. 

An die hierfQr verwendeten Kleber werden hohe An- 
forderungen gestellt, da sie einerseits ausreichend ela- 
stisch sein mtissen, um die unterschiediiche Warmeaus- 
dehnung von Leiterplatte bzw. Hybridelement und 
KGhlkOrper auszugleichen, und andererseits Qber gute 
W&rmeleitfahigkeiten verffigen mflssen, damit die auf- 
tretende Verlustwarme sicher abgeleitet werden kann. 

Um diesen Bedingungen mdglichst optimal gerecht 
zu werden, ist in der DE-OS 39 32 213 bereits vorge- 
schlagen worden, zwischen Leiterplatte und KQhlkGr- 
per Abstandselemente anzuordnen, die eine gleichma- 
Dig starke Kleberschicht zwischen Leiterplatte und 
KQhlkdrper garantieren und in der Kleberschicht mit 
Warmeleitpaste ausgefGllte Inseln vorzusehen. Die In- 
sein sind dabei im Bereich der auftretenden Verlustwar- 
me angeordnet 

Es ist weiterhin vorgesehen, die Leiterplatte wfihrend 
des Aushlrtens des Klebers so lange unter Druck mit- 
tels einer mechanischen Vorrichtung auf den KQhlkdr- 
per zu halten, bis der Kleber abgebunden hat 

Hierbei ist nachteilig, daB aufgrund dieses techni- 
schen Fertigungsschrittes eine so groBe Anzahl von 
NiederdrOckvorrichtungen eingesetzt werden muB, wie 
in der relativ Iangen Aushartezeit weitere Schaltungsan- 
ordnungen gefertigt werden. 

Aus Saechtling-Zebrowski, "Kunststoff-Taschen- 
buch", 17. Auflage, MQnchen, Carl Hanser Verlag, 1967, 
Seite 356, sind Schmelzklebstoffe verschiedener Zusam- 
mensetzungen bekannt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren der gattungsgemaBen Art zu schaffen, mit dem 
eine Fixierung der Leiterplatte auf einer Grundplatte 
bzw. einem KQhlkdrper innerhalb kQrzester Zeit, unab- 
hangig von der Aushartezeit des Klebers, erfolgen kann. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe durch die kenn- 
zeichnenden Merkmaledes Hauptanspruches geldst 

Es wurde gefunden, daB wenn zwischen der Leiter- 
platte und der die mit Warmeleitpaste ausgefflllten In- 
seln aufweisenden Kleberschicht weitere Inseln aus 
Schmelzkleber vorgesehen werden, diese innerhalb we- 
niger Sekunden abbinden und die Leiterplatte in der 
vorherbestimmten Position fixieren. 

Es hat sich gezeigt, daB wenn die Schmelzkleberinseln 
im Verhaitnis zur bereits aufgebrachten Warmeleitkle- 
berschicht klein gehalten werden und auBerhalb der Zo- 
nen der groBen Verlustleistung angeordnet werden, kei- 
nerlei Beeinflussung der Warmeleitfahigkeit und der 
mechanischen Haftungsfahigkeit der gesamten Ver- 
bundkonstruktion erfolgt 

Dieses Verfahren bietet den Vorteil, da die FQgeteile 
innerhalb kQrzester Zeit fixiert sind, daB fGr den weite- 
ren Montageablauf keine zusatzlichen mechanischen 
Hilfseinrichtungen bendtigt werden. 

Die Erfindung soli nachfolgend in einem AusfQh- 
rungsbeispiel anhand der zugehdrigen Zeichnung, die 
im Langsschnitt eine Schaltungsanordnung, beispiels- 
weise eine Leiterplattenanordnung zeigt naher eriau- 
tert werden. 

Die Figur zeigt eine allgemein mit 10 bezeichnete 



Verbundanordnung, die aus einer als KQhlkdrper die- 
nenden Grundplatte 12, einer Zwischenschicht 14 und 
einer Leiterplatte 18 besteht An der Oberseite der Lei- 
terplatte 18 sind elektronische Bauelemente 20 mit ho- 

5 her Verlustleistung angeordnet 

Der Abstand zwischen der Grundplatte 12 und der 
Leiterplatte 18 ist Qber Abstandshalter 22 eingestellt 
Die Zwischenschicht 14 besteht aus einem Kleber 24, 
der Inseln 26 aufweist, die mit einer Warmeleitpaste 28 

io gefQllt sind. Die Inseln 26 sind so angeordnet, daB sie im 
Bereich der auf der Leiterplatte 18 befestigten elektro- 
nischen Bauelemente 20 iiegen. 

Die Zwischenschicht 14 enthait weiterhin Inseln 31, 
die aus Schmelzkleber 33 bestehen. 

15 Das erfindungsgemaBe Verfahren lauft nunmehr fol- 
gendermaBen ab: 

Auf die Grundplatte 12 wird die mit den Inseln 26 und 
31 versehene Kleberschicht 24, beispielsweise im Sieb- 
druckverfahren, angeordnet Die Inseln 26 werden im 

20 folgenden mit einer Warmeleitpaste 28 und die Inseln 31 
mit Schmelzkleber 33 gefQllt In die Kleberschicht 24 
werden nunmehr die Abstandshalter 22 eingedrQckt 
Ober die Abstandshalter 22 kann sowohl die Dicke der 
Kleberschicht 24 als auch die Dicke der Warmeleitpaste 

25 28 eingestellt werden. Die mit den elektronischen Bau- 
elementen 20 bestQckte Leiterplatte 18 wird paBgenau 
auf die Grundplatte aufgesetzt und leicht angedrQckt 

Da als Schmelzkleber 33 ein raumtemperaturharten- 
der Kleber verwendet wird, bindet dieser innerhalb we- 

30 niger Sekunden ab und fixiert die gesamte Anordnung 
in der Lage, bis die eigentliche Schicht 14 mit dem Kle- 
ber 24 ausgehartet ist 

Obwohl keine von auBen an die Anordnung angrei- 
fende Justier- und/oder Druckelemente vorgesehen 

35 sind, ist eine Lageverschiebung der Leiterplatte ausge- 
schiossen. 
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1. Verfahren zur Herstellung einer Verbundanord- 
nung mit einer auf einer Grundplatte mittels einer 
mit Warmeleitpaste ausgefQllten Inseln aufweisen- 
den Kleberschicht aufgebrachten Schaltungsan- 
ordnung, dadurch gekennzeichnet, daB vor dem 
Aufsetzen der Schaltungsanordnung (18) auf die 
Kleberschicht (14; 24) Inseln (31) aus schnell fixie- 
rendem Schmelzkleber (33) in der Kleberschicht 
(14; 24) vorgesehen werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schaltungsanordnung (18) nur 
kurz auf den Inseln (31) fixiert wird und die auBere 
mechanische Lagepositionierung der Schaltungs- 
anordnung (18) abgreift, bevor der Kleber (24) der 
Schicht (14) aushartet 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Inseln 
(31) aus Schmelzkleber (33) auBerhalb der mit der 
Warmeleitpaste (28) aufgefQUten Inseln (26) ange- 
ordnet werden. 
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